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1. SOC

- System on a Chip oder Ein-Chip-System

- Integration mehrerer Komponenten oder ganzer Systeme auf einem Stück Silizium

- Software wird parallel zur Hardware entwickelt

- Aufteilung in Funktionsblöcke

- Wiederverwendung von Baublöcken (Makros)

- System wird top-down, Baublöcke werden bottom-up entworfen
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1. SOC
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1. SOC - Vorteile

↓ Systemgröße (Verbrauch, Fläche …) 

↓ Produktionskosten und Entwicklungskosten

↑ Automatisierungsgrad 

↑ Wiederverwendbarkeit

↓ Entwicklungszeit - time to market

↑ Produktqualität
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1. SOC - Einsatzbereiche

- general purpose Prozessoren

- Eingebettete Computer

- Mobilfunk

- Kommunikation (drahtlos, -gebunden) 

- …
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1. SOC - Wiederverwendung

- Hard IP:

- Physikalisches Layout

- Auf Technologie festgelegt � schwer modifizierbar

- Soft IP:

- Komplett in einer HW-Beschreibungssprache beschrieben

- Leichter modifizier- und verifizierbar

- Firm IP:

- Bestehen aus HW-Beschreibung und technologieabhängigen Platzierungsdaten
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2. SOC –
Entwurfsfluss
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2. SOC - Wasserfallmodell – One-Way Process
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- Definition eines Hardware- und eines Softwareprojektes

2. SOC - Wasserfallmodell – One-Way Process
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3. FPGA Prototyping
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3. FPGA Prototyping

- Einführung eines FPGA Prototyps als Schnittstelle 

� Softwareentwicklung parallel zur Hardwareentwicklung
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3. FPGA Prototyping

Probleme:

- Design for prototyping: nicht alle Konstrukte sind auf FPGA abbildbar

z.B.: Multiple Drivers, Gated Clock, …

- Logiksynthese: Design häufig zu groß für ein FPGA �

Aufteilung auf mehrere FPGA für Synthesetools oft problematisch 

- Inkrementelles Design: häufig nur kleine Änderungen an Schaltung �

Mapping sollte inkrementell erfolgen können
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� Verkürzung der „time to market“ um 3 bis 6 oder mehr Monate

3. FPGA Prototyping
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4. Silicon Virtual Prototyping

- Designergebnisse und Probleme sind erst

nach einer genauen Timinganalyse

ersichtlich

- Dazu muss der gesamte Designflow

(Synthese, Place&Route) durchlaufen 

werden

- Dauer einer Iteration dauert mehr als einen 

Tag (bei mehreren 10 Mio. Gattern)

� Prototyp, der schnell erzeugt werden kann 
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- Logiksynthese: einfache Leitungsmodelle

- Floorplanning: automatische Anordnung

von I/O ports u. Blöcken, Aufteilung in kleine

verarbeitbare Blöcke 

- Physical synthesis: platzieren der

Standardzellen mittels „timing-driven“

Algorithmen, RC-Extraktion u. Timing Analyse 

- In-Place Optimization: Behebung von 

Timingproblemen 

4. Silicon Virtual Prototyping
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4. Silicon Virtual Prototyping

- Vergabe von Timing- und Flächenbudget für jedes Makro

- Iterative Verfeinerung mit fortschreitender Implementierung
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4. Silicon Virtual Prototyping

Bsp.: Prozessorkern mit ca. 100.000 platzierbaren Zellen 

Ca. 14 - 40 h mit Standardtools
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5. Zusammenfassung

Schließen der Designlücke durch:

- Hoher Grad der Wiederverwendung von 
Hard- und Software

- Früherer Start der Softwareentwicklung 
dank FPGA - Prototypen

- Schnell erzeugbarer virtueller 
physikalischer Prototyp zur Analyse von 
Timing, Fläche und Verlustleistung
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